
成膜加工
ユニファイは熱酸化、PE－CVD、LP－CVD、スッパタ成膜加工サービスを提供いたします。   
大口径基板への成膜可能なターゲットもございますのでご相談ください。   
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■CVD成膜  

● チップ１枚からの成膜に対応　　　 
● 異形サイズ基板への成膜対応　　　
 

● 樹脂、フィルムなどの材質への成膜に対応
● パターニング後の基板への成膜対応   
   

■ユニファイの成膜加工の特徴 

● 部分成膜　　　　 メタルマスクを使用して必要な箇所にのみ成膜します。
● リアクティブ成膜　酸素や窒素などのガスを導入し、ターゲットに含まれる成分と反応させ成膜します。  
● 同時スパッタ　　 複数のターゲットを同時に反応させ合金を成膜します。

■スパッタ成膜の事例

Au、Ag、Al、Cr、Ni、Ti、Cu、Ta、Mo、W、Pt、Pd、 Ru、Co、Mn、Mg、Nb、Si、Ge、Fe、Nd、Sb、
Sn、Zn、など　

Al-Si-Cu、Al-Si、Al-Cu、Ti-W、Ni-Cr、W-Si、MoS　Ti-Ni、NiFe、など
　
Al2O3、SiO2、ZnO、MgO、ZrO2、Ta2O5、TiO2、ITO、Cr2O3、CeO2、Y2O3、AZO、
YBCO、MoO3、TiC-SiO2、TaSiO2、など　

Si3N4、TiN、TaN、ZrN、AlN、BN、など
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■スパッタ成膜 


